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１．概要（Summary） 

近年 iPS 細胞や間葉系幹細胞などを用いた再生医療

に関する研究が盛んに行われている。これらの細胞はあ

る条件で培養を行うことによって多様な細胞に分化するこ

とで知られている。しかし一方でその多能性は様々な培

養環境に左右されてしまうため制御が難しい細胞としても

知られている。現在様々な培養方法が議論されている中

で、培養を行うディッシュの表面形状によって細胞の多能

性を制御する手法が挙げられている。本研究ではディッ

シュ表面に凸凹形状を作り細胞の分化を制御することを

目的とし、その加工に使用する金型を作成するため京都

大学ナノハブ拠点のエッチング装置を利用した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

レジスト塗布装置、レーザ描画装置、露光装置、ドライ

エッチング装置 

 

・実験方法 

レーザ描画装置を用いて凸パターン、凹パターンが転

写されたフォトマスクを作成した。次に、レジスト塗布装置

によってレジストを塗布したSi基板に先述のフォトマスクと

露光装置を用いてそれぞれのパターンの転写を行った。

最後に、スパッタ装置を用いて凸形状、凹形状のパター

ンニングを行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

上記実験によって加工した Si 基板の断面を FE-SEM

で観察した結果、幅 1.5 m、高さ 1.6 m程度の凸形状

（Fig. 1 (a)）と幅1.5 m、高さ1.3 m程度の凹形状（Fig. 

1 (b)）が作成されていることが分かった。これらの金型を

用いて今後細胞培養ディッシュの加工を行う予定である。 

 

(a) 凸 pattern 

 

(b) 凹 pattern 

Fig. 1 Cross sections of Si patterns. 
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